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KESZULEKEK FEJLESZTESI FAZISAI

« Muiszaki specifikacid meghatarozasa (siker tényezd 50%)
« Egyezietés........ egyeztetés (marketing, bench-marking, megléevé és
varhato el6irasok, hatésagok...........

« KészUllek kifejlesztése (prototipus) (siker tényezd 30%)
« Tesztelés .....tesztelés (specifikacio, gyarthatosag, ar)

« Qyartastechnologia kidolgozasa (gyartmany) (siker
téenyez6 10 %)

 Tesztelés .......... tesztelés (gyartasi koltségek, kapacitas)
» Probagyartas (siker tényezd 10%)
 Tesztelés .......... tesztelés(kihozatal/seleijt)

« QGyartas (siker tényez6 0%)
« Minbseégellendrzés
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UT A MUSZAKI SPECIFIKACIOIG

1. Mit kell Iétrehozni?

A mérndki gyakorlatban olyan készulékekkel
foglalkozunk, amelyekre igény mutatkozik.

Az igény lehet:
« valés:

« Egyedi (pl. atomerédm)

* nem egyedi, vagy piaci (pl. autd)
« Latens (pl. SMS)

« (jelenleg) nem létezd (pl. Rubik kocka)
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UT A MUSZAKI SPECIFIKACIOIG

2. Ki lesz a felhasznalo? (jelen és jovd)
« Gyerek

Felnétt (ferfi vagy no)

Atlagos fogyaszté

Szakember

Specialista

3. Hol hasznaljuk? (jelen és j6v6)
« Beltér/klltér, hideg/meleg (konyha, firdészoba)
« Strandon, viz alatt, 20 000 m magasan

« Kemencében, valtoban (forrd olajban), kipufogdcsdben
« Mdiholdon
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UT A MUSZAKI SPECIFIKACIOIG

4. Mikorra kell elkésziteni? Mennyire szigoru a hatarido?

« A piaci megjelenés idépontjanak optimuma van:

» hosszabb fejlesztési id6 alatt a készilék tulajdonsagaival lehet megel6zni a
konkurenciat,

e gyors piaci megjelenéssel a készllék Ujdonsagereje nagyobb,

« egyéb szempontokat figyelmen kivll hagyva, a piaci megjelenés idejének
csOkkentésével a kdltségek meredeken
novekszenek,

« ahatarid6 betartasa:
« azesetek tdbbségében fontos, de cslszas
megengedett,
«  egyes esetekben kulcsfontossagu
(pl. Spirit Rover)

ooa\:\-o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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UT A MUSZAKI SPECIFIKACIOIG

5. Mennyibe fog kerlIni a készUlék?

Pontosabban megfogalmazva:

el6allitasa, gyartasa? Mennyibe fog kerllni a piacra dobasig?
Az elbzetes KkoOltségbecslés a tervet még

keresztbehlzhatja. Hiaba j6 (és megvalodsithatd, eladhatd, stb.) egy étlet, ha a
gyarté szamara nem gazdasagos a megvalositas.

A kéltségek fontosabb 6sszetevoi:

* fejlesztés,

* gyartastervezes, gyartésor felallitasa,

* gyartas,
o utdélet:
« (Ozemeltetés),

« terméktamogatas (alkatrész utanpoétlas),

« karbantartas,

« garancialis problémak kezelése,

* Ujrahasznositas.

X BMEETT

d

megszUlletése

gazdasagos-e a készllék kifejlesztése,

el6tt

Készllékek konstrukcidja

Pro/Primo, Microkey
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UT A MUSZAKI SPECIFIKACIOIG

6. Tovabbi kérdések

(sokszor mar ezen a szinten pontos kell valaszt adni)

- a készlilék tervezett és megvaldsithato térfogatigénye, tdmege,
- a készulék energiaigénye,

- tervezett élettartam

- megfelelés a szabvanyoknak és direktivaknak.

ElkerUlhette valami a figyelmUnket a stratégiai kérdésekben?

Komplex fejlesztési projektekben megvaldsithatésaqi tanulmanyt kell
késziteni.
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A KONSTRUKCIO KIALAKITASA

Elvi sik

Funkcio

X BMEETT

Megvalbsitas

Aramkori tervezés

Mechanikai tervezés

Termikus tervezés

Uzembiztonsag

EMC

Koérnyezetalldsag

Erintésvédelem Ergonémia
Gyarthatésag Tesztelhet6ség
Megbizhatésag

Konstrukcio

Készllékek konstrukcidja
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ARAMKOR TERVEZES - ELEKTROMOS
KONSTRUKCIO

« Kapcsolasirajz készités
« Reészegysegekre bontas,
csatlakozd kiosztas
« Nyomtatott aramkori tervezés
« Szamitdgépes
tervezérendszerek (ORCAD,
Pads..)

» Alkatrész elrendezés (placer)
« Osszehuzalozas (router)

« Késziulékhuzalozas

S
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ARAMKOR TERVEZES - ELEKTROMOS
KONSTRUKCIO

« Kapcsolasirajz készités
« Reészegysegekre bontas,
csatlakozo kiosztas
« Nyomtatott aramkori tervezeés m
« Szamitdgépes
tervezérendszerek (ORCAD,
Pads..)

» Alkatrész elrendezés (placer)
« Osszehuzalozas (router)

« Késziulékhuzalozas
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MECHANIKAI 'I:ERVEZES, SZERKEZETI
KONSTRUKCIO

o Készulék mechanikai
vazszerkezet tervezése

 Doboz és burkolat kialakitas
— formatervezés

« Részegységek bels6
elrendezése
« Sinrendszeri szerelés
« Alaplap
» Tobbkartyas rendszer

« El6lap-, kezelblap-,
hatlaptervezés - ergondmia

k.\-o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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TERMIKUS TERVEZES

« KUilonosen fontos nagy
elemsuiriségl (laptop) és
nagy teljesitmeny(
(tapegység) készllékek
esetéen

« Szoftver eszk6z0ok

« Termikus szimulacié

 Hardver eszk6z0ok
« Termikus interface
« HUtébordak
« Ventillatorok
» Heat pipe

Fans Fans
in the bottom of case on the rear of the case

WE CONNECT CHIPS AND SYSTEMS
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ELEKTROMAGNESES ZAVARVEDELMI TERVEZES 1.

« EMC (elektromagneses kompatibilitas):

 akészulék altal kibocsatott zavar
megfeleléen kicsi

» akészilek immunitasa megfeleléen nagy.

« Zavarforrasok
+ Természetes
» Villdmlas, elektromos energia kisulés
» Kozmikus sugarzas

» Naptevékenységgel kapcsolatos
zavarok

» Légkdrbdl, ionoszferabdl erkezé
zavarok

* Mesterséges
» Mdisorszérok: radio és TV adok
* Mobiltelefonok
» Radidtelefonok
» Radarok
» Teljesitmény kapcsoldk, relék
» Félvezetbs teljesitményszabalyozdk
* Motorok, egyeniranyitdk

k/-\/\/ Zavartiiresi szint

Zavartirési tartomany

Zavartirési
tartomany

Osszeferhetdseégi
tartomany

Zavar kiboesatasi

tartomany Zavarkibocsatasi hatarérték
\/\_/\ Zavarkibocsatasi szint
o f

Zavarvédelmi
intézkedések

k.\-o BMEETT Késziilékek konstrukcioja 13
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ELEKTROMAGNESES ZAVARVEDELMI TERVEZES 2.

« Haldzati szlrdk
« Alulatereszté LC szlrék.
« Hatékony szlirés a 10 kHz — 300 MHz tartomanyban
« PCB-n ajanlott elrendezés:
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ELEKTROMAGNESES ZAVARVEDELMI TERVEZES 3.

» Helyes foldelési rendszer kialakitasa
« Kis impedancia
« Tobbrétegl lemeznél belsd foldelési és tapfesziltség réteg(ek)
« Nagy- és kisteljesitményl részek foldelésének szétvalasztasa
« Analdg és digitalis aramkori részek foldelésének szétvalasztasa
* Nagyfrekvencias aramkoroknél foldhurkok kertlése — sugarzas!

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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ELEKTROMAGNESES ZAVARVEDELMI TERVEZES 4.

« Jelvezetékeken terjedd zavarok elleni védelem:
« Arnyékolas, koaxidlis kabel (nagyfrekvencian)
« Szlrés (kapacitiv, induktiv)) > gy "
* Vonalmeghajtdk alkalmazasa
« Feszlltséginformacio helyett araminformacié (RS 23¢,
» Potencialelvalasztas
« Analdg: izolaciés erdsitd
« Digitalis: opto-csatolo, szilardtest relé (SSR)
« Sugarzott zavarok elleni védelem:
« Arnyékolasok
« Alkatrészek
« Nyomtatott aramkori lemezek
« Készllékek
« Tomitések >
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ERGONOMIAI TERVEZES

« Készllékek kezelés szempontjabdl térténd
optimalis kialakitasa — el6lap, kezeldlap
tervezés. Példa: elektronikus miszerek

» Egyértelm0, esztétikus feliratozas

+ Kijelz6k és kezel6szervek mikddési elv szerinti
Osszerendezése

« Osszetartozé elemek egy csoportban, szinnel jeldlve,
keretbe foglalva

* Fontos kezel6szervek mellett LED indikator

* Nagyteljesitmény nyomégomb és kapcsold —
nagyobb méret

» Haldzati f6kapcsold az elélap valamelyik szélén

» Legfontosabb indikator az elélap bal felsd sarkaban

« Optimalis munkakoérilmények, munkahelyek
kialakitasa. Példa: szerel6 munkahely

ooa\:\-o BMEETT Késziilékek konstrukcioja 17
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UZEMBIZTONSAGRA TERVEZES

- Uzembiztonsag fogalomkére
« Eletvédelem, balesetvédelem, vagyonvédelem

* Rendeltetésszeri és meghibasodott allapotban sem okozhat kart,
veszélyt

» Az okozott karért, balesetért a tervezd és gyarto a felelés!
+ Safety Engineer
« Uzembiztonsagi, kbrnyezetallosagi témakorok
« Kornyezeti hatasok elleni védelem
 klimatikus
« kémiai, biologiai
« mechanikai igénybevételek, autdiparban rezgések elleni védelem
» Tularamvédelem
« Tulmelegedés elleni (tliz) védelem
« Karos sugarzasok elleni védelem
* Robbanasvédelem

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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ERINTESVEDELMI TERVEZES

. A készulékek fémes részei, amelyek Uzemszerien nincsenek
feszlliség alatt, meghibasodas esetén se okozhassanak
aramutést. Kotelezd szabvanyok!

Erintésvédelmi osztalyok:

|.Erintésvédelmi osztaly:

«  Uzemi szigetelés + megérinthet6 fémrészek dsszekdtve (pl.
készllékhaz + ajtd) és a haldzati védoéféldre kdtve (védberes
halézati kabel, szinjelzés: zdld-sarga)

«  Il.Erintésvédelmi osztaly:

-  Szigetel6anyag burkolat: az 6sszes fémrészt burkolja (pl.
hajszaritd). A kllsd burkolat egyben a véddszigetelés is.

« |ll. Erintésvédelmi osztaly:
«  Erintési fesziltség 24 - 50 Veff AC

. Nincs olyan aramkéri rész, amely ennél nagyobb fesziltségen
tuzemel.

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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GYARTHATOSAGRA TERVEZES (DFM)

« Minbsegugy, 6 szigma

« Terméktervezes, amely figyelembe veszi a gyartasi kOovetelményeket

« QOlyan tervezési Iépés, amelyben csoportmunkat alkalmazunk a termék
kifejlesztéseére

« TObb eszkOzt és technikat magaba foglald keret a gyarthato termeék
|étrehozasara.

Elénydk

« Alacsonyabb fejlesztési kdltség

« Rovidebb fejlesztési idd

« ROvidebb id6 a gyartas megkezdéseig

« Alacsonyabb szerelési és tesztelési koltsegek
« Jobb mindseg

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja 20
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GYARTHATOSAGRA TERVEZES (DFM)

« Termékfejlesztés folyamataban
« Koncepcionalis tervezés és megtervezés szakasza, DESIGN
« Termék optimalizalas, TEST
« TOOL BUILD (a gyartas egyszerésitése)
« LAUNCH, gyartasinditas, kiszallitas, vev6hoz valo eljuttatas

* A termékfejlesztd team
« Termék kovetelmenyek

« Egylttmokodé keresztfunkcionalis team (ME, EE, MFG, Test,
Minéség,...). Nem ,vakuumban tervez”

« Hasznalja a DFM eszk6zbket és modszereket

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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GYARTHATOSAGRA,

TESZTELHETOSEGRE TERVEZES (DFM)
Iranyelvek

« Minimalizaljuk az alkatrészek szaméat

« Hasznéljunk szabvanyos és azonos elemeket

« Minimalizaljuk a szerelési sikok szamat (Z-axis)

« Hasznaljunk standard szerszamfejeket, furdkat, eszkdzdket

« Kerlljuk a szlik furatokat (forgacsok, egyenesség, eltdémdbdés)
« Hasznaljunk k6z6s méretet a szerszamrogzitéshez

« Minimalizaljuk a szerelési iranyokat

« Maximalizaljuk a hozzaférhet6séget; szerelésre tervezés

« Minimalizaljuk a kézi miveleteket

« Kisz6bdljik ki az utélagos allitast

« Hasznaljunk ismételhetd, jél ismert folyamatokat

« Tervezzik az alkatelemeket a hatékony tesztelés lehetbségére
« Kerljuk a rejtett részleteket

« Alkalmazzunk megvezetésre alkalmas kiképzéseket

* Hozzunk létre szimmetriat két irdnyban

« Kerlljuk az 6sszekuszalas lehetéségét.

« Tervezzink 6nmegvezetd (6npozicionald) elemeket.

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja

22

WE CONNECT CHIPS AND SYSTEMS



MEGBIZHATOSAGI TERVEZES

« Soros strukturaju (redundanciamentes) rendszer jellemzoi
» Arendszer véges szamu elembél all
» Egy elem meghibasodasa a rendszer meghibasodasahoz vezet
» A meghibdsodasok egymastdl fliggetlenek
» A kommersz elektronikai berendezések soros strukturajuak

« Melegtartalékolt (parhuzamos) rendszer jellemzoi
« Arendszer n azonos elembdl all
» Arendszer mikddésehez egy elem mikddése szikséges
« Hibafelismer6 elem, kapcsoloelem esetenként szikséges
- Atartalék allapota ismert
- Atartalék is fogyaszt energiat, elhasznalddik

- Hidegtartalékolt rendszer jellemzéi

« Arendszer n azonos elembél all

» Arendszer mikddésehez egy elem mikddése szikséges

« A tartalékban lévé elem nincs bekapcsolva, nem fogyaszt energiat
« A tartalékban lévé elem nem hibdsodhat meg

« Hibafelismer6 és kapcsoléelemre van sziikség

» A tartalékelem bekapcsolasa idét vesz igénybe

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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MEGBIZHATOSAGI TERVEZES A
GYAKORLATBAN

« TObb célszoftver is van a
piacon R

« Alkatrészek megbizhatosagi
analizise kivalaszthaté 0
szabvany alapjan

« Megbizhatdésagi rendszer
analizis: a megbizhatosagi
blokk diagram alapjan

« Karbantartasi analizis: a
felmerdl6 hibak és javitasuk _ ot
szimulacidja. S o

« ,Gyenge pont” elkerllése

== RES, R1,R2,R3,R4,R5,R6
LED_MATRIX, D1-D66
= TR, Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6
DIODE, D73,074,075,076,D77,D7
== PIC, U2

Reliability

k"@o BMEETT Készllékek konstrukciodja 24
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KESZULEK MEGVALOSITASANAK
MEGKOZELITESE

« Szabvanyokra épulé megvalodsitas:

« Szabvanvokat csak részben kovetd meavalodsitas:

k.\-o BMEETT Készllékek konstrukcidja

25

WE CONNECT CHIPS AND SYSTEMS



SZABVANYOKRA EPULO
MEGVALOSITAS

El6nye:
* nem szUkséges intuitiv tervezeés,

* minden paraméter (méret, térfogategységre esé dISSZIpaCIO stb.
szabvanyokbdl kivalaszthatd, —

« rejtett hibak felbukkanasanak
esélye kisebb.

Hatranya:

» atervezd keze teljesen kotott,

« egyedi 6tletek megvaldsitasa nem
lehetséges,

« akészulék az esetek dont6 tobbségében

jelent6sen ,tultervezett”,

nagyobb tételben a gyartas gazdasagtalanna valhat.
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SZABVANYOKRA EPULO
MEGVALOSITAS

A tervezés alapja az egységes doboz és vazrendszer (IEC TC 48), mely
kiegészil a termikus, EMC, érintésvédelmi, stb. szabvanyokkal és
direktivakkal.

Az alkalmazhaté elemkészlet szabvanyos, a felépités modulrendszer.

rack

@ szekrény
subrack
Sy pd

p doboz

szerel6lemez

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja

27

WE CONNECT CHIPS AND SYSTEMS



SZABVANYOKRA EPULO MEGVALOSITAS

Készre kiépitett rendszer:

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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SZABVANYOKAT RESZBEN KOVETO
MEGVALOSITAS

« Ez a gyakoribb eset

« Koételez6 szabvanyok (EMC, érintés védelem, gép
direktiva stb.) minden korulmények k6zott
betartandoak!

» Lehetb6ség az ar/kdltség/kinozatal/gyartasi kapacitas
optimalizalasara
« Valamennyi tervezési fazis (Isd. 8. oldal) szikséges

« Lehet6ség minden paraméterben a folyamatos
gyartmany fejlesztésre

 Példa — Notebook kontrukcid

k’\o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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NOTEBOOK KONSTRUKCIO

). N
\,
coch. G
Haz — merevség, mechanika tartéssag Kijelz6 — felbontas, fényeré, szineik
(karcallod, vékonysdag, fogyasztas, védbfelllet
szintartd,tisztithatd),esztétikus kilsd, j6 (tkr6z6 vagy matt), karcallésag,
tapintas, tisztithatésag

k.\-o BMEETT Készilékek konstrukcidja 30
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NOTEBOOK KONSTRUKCIO

Billentylizet — méret, betlikiosztas,
billentés, élettartam, kopasallas, H 6 _ h L )
megvilagitas, angszord — hangmindség, méret,

iranykarakterisztika
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NOTEBOOK KONSTRUKCIO

k111

DVD meghajté — mechanikai tartdssag
(nyitas-zaras, nyomas), mechanikai
rezgésmentes, halk

H{tés — teljesitmény, zaj, élettartam,
levegbaramlas minésége, porvédelem

ooa\:\-o BMEETT Készilékek konstrukcidja 32
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NOTEBOOK KONSTRUKCIO

HDD SSD
- Sok mozgo alkatrész - Szabvanyositott SMD gyartésor
- Osszeszerelési anyagok - nincs mozgo alkatrész

- gyors Osszeszerelés
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NOTEBOOK KONSTRUKCIO

Amirol nem beszéltiink —

HD meghaijtd, csatlakozasi
feldletek, kamera, modemek,
g3 s e kartyahelyek stb.

MOLICEL® Model No. ME202BB

LISTED

-Zavarjak-e egymast az egyes
komponensek?

-2

Akkumulator — kapacitas, suly,
élettartam, mechanikai védelem,
robbanasbiztos

k.\-o BMEETT Készllékek konstrukcidja
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A LEZERNYOMTATO MUKODESI ELVE

« A személyi szamitégépekhez kapcsoldédo - irodai - nyomtatokban
papirra  vagy foliara festéket viszUnk fel a megszerkesztett
szOvegnek vagy abraknak megfeleléen. A jelenleg elterjedien
hasznalt nyomtatok:

« |ézernyomtato,
« tintasugaras nyomtato.

A lézernyomtatok a fénymasolokkal (xerox-tipusu masolokkal)
azonos elven mikodnek:

« fotovezetd réteggel boritott henger fellletén elészor fényhatassal
elektromos toltéskép formajaban alakitjuk ki a nyomtatandé abrat,

« a hengert festékporral hozzuk érintkezésbe, és azon a
téltésképnek megfelelben megtapad a festék,

* a hengerrdl a festéket rahengereljik a papirra és ott beegetjuk.
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A FENYMASOLO MUKODESI ELVE

*Feltdltés *Festékmintazat atvitele

] — _—
mﬂfﬂﬁ R |

erographic Plate dictive
*Megvilagitas *Festék rogzitése
Document=—" = i

Oheany
Optl cal 5
Photo-Conductive <", .. b
T re Papes — -

*A felllet tisztitasa

Bruesh for : :—;ﬂlﬂ
Powser 43 Discharge

SRR
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A LEZERNYOMTATO FELEPITESE ES
MUKODESI ELVE

*A festék rogzitése
@ *Melegitéhen '5 -;_;";
-

Feltoltés

| -Meguilagitas

-—
-
—

*A festéekmintazat *Fotdvezetd henger

« atvitele

*Festékpor
« felvitele a henger
ey | feltiletére
*El6hivas @

k’\o E Készllékek konstrukcidja
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LEZERNYOMTATOK OPTIKAI
ELRENDEZESENEK ELVE

*A modulalt Iézerfényt forgo tukdr szkenneli ra a fotovezeté hengerre.

*Fotdvezetd henger

“Tikor

W-Lencsék

*Sokszdgu forgd tukor «Akuszto-optikai

sLencsék modulator

“Tikor

k’\o BMEET | Készilékek konstrukcioja

38

WE CONNECT CHIPS AND SYSTEMS



A MAGNESES ADATROGZITES ELVE

* A személyi szamitdgépekben az informacidét - a programok koédjait
és a feldolgozand6 adatokat - tarolni kell. Az adatok tarolasara a
kdvetkezd, kildnbdz6 elven mikddd eszkdzoket alkalmazzuk:

o félvezet6 memoariak,

* magneses adatrogzités: merevlemezes (hard disk) és cserélhetd
lemezes (floppy disk) taroldkban,

« optikai adatrogzités: pl. kompakt diszken.

« Magneses adatrogzites esetén az informacidés biteket magneses
vékonyrétegben |évd, kUlonbdzd magnesezettséggel rendelkezé
anyagreszek taroljak. Az anyagrészek atmagnesezését, vagyis az
adatok irasat, valamint magneses allapotuk, vagyis a tarolt adatok
kiolvasasat elektromos atalakitokkal végezzik.
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A MAGNESES ADATROGZITES ELVE ES
FOLYAMATA

Az adatot kiolvasé aram *Az adatot ir6 aram

*MR = Magneto-Resistive J W r2.arnyekolo J
GMR = Giant Magneto-Resistive / P1

*MR vagy GMR szenzor

P2

+1.4rnyékol6

*Track- ——
szélesség A

*Monitor

*Az éppen oIvaso/g_ *Az éppen irt
elem elem <Adattarolé vékonyréteg
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AZ MR MAGNETOREZISZTIV OLVASAS
ELVE

-Ibias aram

sL4gy-magneses
segédréteg

*Szigetel tavtarto

Erzékeld réteg

Kontaktus

Shleld

-Lagy-magneses segédréteg w | *Kontaktus

*Szigetel tavtarto *Erzékelé réteg

°'\-o BMEETT Keszulekek konstrukc:|01a
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A GMR ,,GIANT” MAGNETOREZISZTIV
OLVASAS ELVE

et sram *Magneses régzité
bias @4

réteg
: " ‘/-Vezet(j tavtartd
L Erzékeld réteg
A A Ve
B ¥
*Kontaktusok
-Ibi as aram

*Antiferromagneses réteg

*Magneses rogzit6 réteg

\e Wezets tavtartt *Erzékel6 réteg
< BMEETT Re§ztlekek konstrukcidja
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A . GIANT” MAGNETOREZISZTIV
KIALAKITAS HATASA

+Sikl6 felUlet

*Ellenallas-valtozas, %

M
*A két rétegben M Lt
egyiranyl: Kkis .| GMR {/’ \
ellenallas \ ,..-"'"
2 7
. N
MR [ [ JA]

1 ‘J .-I"r \
..--""_"
T/ 5 Ghits/scy.in. |EM
0 Derma (1936) IR
0.001 0.01 0.1

*Az érzékelb réte$
vastagsaga, |

*A két rétegben M
ellentétes: nagy
ellendllas

—

® - Spin up electron © = Spin down electron
*Vezet6 tavtartd

WE CONNEC
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A MAGNESES IRO-OLVASO FEJ
SZERKEZETI FELEPITESE

*Flggesztett csuszka

Inductive Write Haad
P2 Layer

R
Copper Write Caoils

Inductive Head P1
Shiald2

*GMR szenzor MR szenzor

Anfiferromagnetic
Exchange Film

Contact Contact Contact Contact

Hard Bias —=—=r===—==_Hard Bias

NiFa GMR Co GMR

[Sensing Layer] I

ooa\:\-o BMEE" Készllékek konstrukcidja
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AZ IRO-OLVASO FEJ SZERKEZETE ES
MUKODESE

«Jel amplitudé

*Olvaso fej - | 1 «ir6 fej

- BMEET Keésziilékek kondh
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AZ IBM ,,MICRODRIVE” MEREVLEMEZES
TAROLOJA
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AZ OPTIKAI ADATROGZITES ELVE

«a CD lemez cimke oldala

.

-védéblakk réteg v=5...10 ym

tlikrozo réteg v=0,1 pm

;| |4

polikarbonat korong
atmér6=120 mm

1

-olvasé
lézersugar 1,4 m/s
A= 780 nm

A CD-DA rogzithetd 76-79 perc hosszusagu 44,1 kHz x 16 bit
felbontasu sztere6 zene. A megkiilonbo6ztethetd zenei
darabok (a trackek/savok) max. szama 99.
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A CD-ROM GYARTASTECHNOLOGIAJA:

1. Premastering: a CD-ROM-on tarolandé informaciot elkészitik a
mesterlemez-gyartasra (pl. CD-R, U-Matic stb. digitalis
adathordozon.

2. Mastering: Uveglemezen a szubmikronos struktura kialakitasa
(az iveglemezre felvitt fényérzékeny rétegen lézernyalabbal
kialakitjak a pit-eket)

3. Electroforming: tobb Iépéses galvanizalassal eldallitjak Ni
rétegbdl a nyomolemexzt.

4. Préselés (CD pressing): polikarbonatbol froccsontéssel eléallitjak
a CD lemezt.

5. Feliratozas és csomagolas.
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DVD-ROM

A DVD lemezeken torténd adattarolas elve megegyezik a CD-nél
megismerttel. A nagyobb adattarolasi kapacitas elérése a lemezen
elhelyezett jelek méretének csdkkentésével volt lehetséges, ami
miatt a kiolvasé lézersugar hulldmhosszat is csdkkenteni kellett 640

nm-re. _:\ \e— 0,74 um

*single layer DVD disc
(seen from the reading

side) 1 0.4 um

T minimum
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